
CX38
项目榜单

榜单名称
针对先进封装的2.5D Chiplet/3D IC布局布线与信号电源仿真协同EDA软件研发及产

业化

行业领域 软件和信息技术服务 专业方向 工业软件

（计划）启
动时间

2025年1月1日 计划完成时间 2028年1月1日

榜单提出目
的

1. 目的
   榜单问题“针对先进封装的2.5D Chiplet/3D IC设计仿真协同EDA软件研发及产业化

”的研发目的，在于解决当前芯片设计领域面临的重大挑战，推动半导体产业的高

质量发展。

2. 重要性和必要性
   随着科技的飞速发展，传统的2D芯片设计已难以满足高性能、高带宽和低功耗的

需求。2.5D/3D IC设计仿真协同技术作为超越摩尔定律的关键技术，能够实现芯片

间的高效互连，提高集成度和系统性能。然而，这一技术的实现离不开先进的EDA
软件支持。

   该项目的研发，旨在打破现有EDA软件在处理2.5D/3D堆叠芯片设计时的局限性，

提供一套高效、准确的EDA解决方案。这不仅将解决芯片设计过程中的技术难题，

如布线复杂性、热管理、信号完整性等，还将大幅提升设计效率，缩短产品上市周
期。

3. 对产业发展的作用和意义
   该项目的成功实施，将对半导体产业产生深远影响。一方面，它将推动芯片设计

技术的革新，提升我国在全球半导体产业链中的地位；另一方面，它将促进相关产
业的发展，如人工智能、大数据、云计算等，为这些领域提供更加强大的芯片支持
。

   此外，该项目在行业内的关键地位和紧迫性不容忽视。随着全球科技竞争的加

剧，半导体产业已成为国家综合实力的重要体现。因此，加快2.5D/3D设计仿真协

同EDA软件的研发，对于提升我国半导体产业的国际竞争力具有重要意义。

   



榜单任务内
容

榜单任务拟建设一个2.5D Chiplet/3D IC设计仿真协同多板块EDA平台，可提供2.5D 
Chiplet/3D IC堆叠芯片后端物理设计和仿真分析服务。

技术性能指标

1. 该平台覆盖数字后端设计仿真全流程；

2. 可实现芯粒-中介层-封装协同设计和性能-成本协同优化；

3. 与先进封装制造流程匹配，协助先进封装厂家PDK设计；

4. 可实现2.5D Chiplet设计仿真协同和3D IC全局优化；

5. 涵盖数字后端物理设计工具，包括划分、布局和布线工具，可实现Chiplet IP定制

、3D全局优化、D2D接口多协议兼容、TSV/μbump/I/O协同优化、多种SI-Interposer
工艺兼容、热协同等；

6.  涵盖多物理场协同仿真工具，可实现电源完整性分析、信号完整性分析、高精度

多Die电热分析、S,Y,Z参数提取、单元以及全局应力翘曲分析等；

产业化指标

1. 先进封装厂家：与5家以上国内头部先进封装厂家达成战略合作，打通先进封装

厂家制造工艺流程，匹配厂家PDK，形成完整先进封装设计解决方案；

2. 芯片设计企业：落地3家以上异质异构集成Chiplet产品客户，涵盖GPU，CPU，

AI，硅光等多类型产品，实现EDA工具定制化，提供多板块EDA工具和全流程2.5D 
Chiplet/3D IC设计服务；

3. EDA公司：联动2家以上EDA厂商创新设计，共筑EDA生态圈；

4. 科研机构：联合5家以上国内外知名科研机构，开展核心技术攻关；

5. 顶尖高校：联合3家以上国内外顶尖高校，开展产学研协同，促进人才培养。

榜单效益目
标

1. 经济效益
2.5D/3D设计仿真协同EDA软件的研发及产业化，需要各环节EDA重构，将带动半

导体设计、制造、封装测试等产业链各个环节的发展。这将促进就业增长、提高产
业附加值，为经济增长提供新动力。同时，通过技术输出和知识产权交易等方式，
可以获得可观的经济收益。

2. 社会效益
随着2.5D/3D设计仿真协同EDA软件的普及和应用，将推动电子设备的功能和性能

提升，满足人们日益增长的需求。同时，该软件还有助于提高设计效率、降低设计
成本，为企业创造更多价值。此外，该软件的研发及产业化还将促进科技进步和创
新精神的培养，提高国民的科技素养和创新意识。

3. 引导产业高端化发展
2.5D/3D设计仿真协同技术代表了当前半导体与集成电路设计领域的前沿技术，其

EDA的研发处于产业上游，因此2.5D/3D设计仿真协同EDA软件的研发有助于提升

集成电路设计的效率和质量，通过不断的技术创新，可以推动整个行业的技术进
步，引导我国集成电路产业高端化发展。


